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1 11.04.2002 
Werkwijze ter vervaardiging van een elektronische inrichting en elektronische inrichting 


De uitvinding heeft betrelcking op een werkwijze voor het vervaardigen van 
een elektronische inrichting met een van een geleiderpatroon voorzien elektrisch isolerend 
lichaam, waarbij in het oppervlak van een vlakke draagplaat die achtereenvolgens omvat een 
eerste laag van een eerste materiaal en een tweede laag van een tweede van het eerste 
5 verscbillende en elektrisch geleidende materiaal en met een geringere dikte dan d© eerste 
laag, een uitsparing gevormd wordt die zich vanaf het oppervlak van de tweede laag 
tenminste tot aan de eerste laag uitstcekt waaraa tegen de draagplaat een elektrisch isolerend 
matetiaal wordt aangebracht waardoor het elektrisch isolerend lichaam gevormd wordt en de 
uitsparing grotendeels wordt opgevuld en daama vanaf bet oppervlak van de eerste laag 
10 tenminste een zo groot deel van de draagplaat verwijderd wordt dat de met een deal van het 
isolerende materiaal gevulde uitsparing bereikt wordt waarby het geleiderpatroon gevormd 
wordt door een door de uitsparing omgeven deel van de tweede laag. 

De witvinding heeft tevens betrekking op een elektronische inrichting. 
De intending heeft voorts betrekkin g op een elektrisch isolerend lichaam 
15 voorzien van een geleiderpatroon. 

Een dergelijke werkwijze is bijsonder geschikt voor het op goedkope wqze 
vervaardigen van elektronische inrichtingen met een van een geleiderpatroon voorzien 
elektrisch isolerend lichaam, De inrichting lean gemakkelijk voorzien worden van een actief 
of passief elektronisch- of half geleiderelement dat zich binnen het isolerend Uchaam bevindt 
20 en elektrisch verbonden is met het geleiderpatroon. De met een dergelijke werkwijze 

vervaardigde inrichtingen kunnen ook relatief compact 2ijn hetgeen de steeds verdergaande 
miniaturisatie die by veel toepassingen gevraagd wordt mogelijk maakt 

Een dergelijke werkwijze en een dergelijke inrichting zijn bekend uit het 
Europese octrooischrift BP 1 .160.858 A2. Daarin wordt beschreven hoe i,c. een halfgeleider 
25 IC 0= Integrated Circuit) op compacte wijze omhuld kan worden door een elektrisch 
isolerend lichaam dat als omhullmg fiingeert Het IC wordt op of boven een draagplaat 
bevestigd. De eerste aansluitgebieden van het IC worden rechtstreeks of via een elektrisch 
geleidende draag met delen van de draagplaat verbonden. De draagplaat bevat 
achtereenvolgens twee metaallagen waarvan de bovenste die grenst aan het IC een geringere 
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dikte heeft dan de onderste, De draagplaat wordt voorzien van een uitsparing die zich vanaf 
het oppervlak van de tweede laag tot in de eerste laag uitstrekt en die delen van de draagplaat 
omgeeft waaruit de tweede aansMtgebieden van het omhulde IC gevotmd gaan worden. 
Nadat het IC op of boven de draagplaat is aangebracht wordt rondom het IC en tegen de 
5 draagplaat een elektrisch isoleiende (en passieverende) omhulling aangebracht. Daaibrj wordt 
de uitsparing grotendeels gevuld met een deel van de omhulling. Vervolgens wordt een zo 
groot deei van de draagplaat verwijderd, m-n. een groot deel van de eerste laag daarvan, dat 
de met een deel van de omhulling gevulde uitsparing bereikt wordt. Daarbij worden de 
twftftrift amifiluitgebieden van het omhulde IC uit (resterende) delen van de draagplaat 

10 gevormd, Het IC is dan gereed voor bijvoorbeeld een oppervlakte afmontage of voor 

hevestiging op geleiderstel. 

Een bezwaar van de bekende werkwijze is dat voor veel toepassingen de 
compactheid van een veitoegen inrichting nog onvoldoende groot is. Een voorbeeld vormt de 
toepassing in mobiele telefoons. Ook speelt daarbij een iol dat het geleiderpatroon vaak een 

15 bijzonder groot aantal strookvoimige geleiders dient te bevatten die dan 00k nog een geringe 
breedte moeten bezitten en goed op het isolerend lichaam dienen te hechten. 

Het doel van de uitvinding is dan 00k een werkwijze te verkrijgen waaraan het 
genoemde bezwaar niet of althans minder kleeft en die toch eenvoudig en dus goedkoop is. 

Een werkwijze van de in de aanhef genoemde soort heeft daartoe volgens de 

20 uitvinding het kenmeik dat nahet aanbrengen van de uitsparing in de draagplaat en voordat 
het elektrisch isoleiende materiaal tegen de draagplaat wordt aangebracht de draagplaat in 
tenminste een richting gebogen wordt tot een ingeslotenhoek die substantieel kleiner is dan 
180 graden. Daardoor wordt na het verwijdeten van het genoemde deel van de draagplaat een 
elektronische inrichting gevormd met een elektrisch isolerend lichaam dat voorzien is van 

25 een geleiderpatroon dat een ingesloten hoek bezit die snbstantieel kleiner is dan 180 graden. 
De uitvinding berust enerzijds op het inzicht dat voor het bereiken van de beoogde 
compactheid van een te vervaaidigen inrichting met voordeel en op eenvoudige wijze gebruik 
kan worden gemaakt door het gebruik van drie dimensies in plaats van twee voor het 
onderbrengen in de inrichting van een groot aantal, in het bijzonder strookvoonige, geleiders 

30 binnen het geleiderpatroon, Daarnaast berust de uitvinding op het verrassende inzicht dat 
juist een werkwijze van de in de aanhef genoemde soort daartoe een bijzonder gemakkelijke 
mogelijkheid Yoor biedt. Orodat de draagplaat relatief dun moet zijn omdat het grootste 
gedeelte daarvan weer gemakkelijk en snel verwijderd moet kunnen worden kan een 
dergelijke draagplaat relatief gemakkelijk gebogen worden. Aldus ontstaat door bttigen van 
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de draagplaat de mogelijkheid om het geleiderpatroon te buigen. Door op die manier gebruik 
te maken van met name de derde dimensie, namelijk die in de dilaerichting, kan met een 
werkwifce volgens de uitvinding een inrichting verkregen worden die een groot aantal 
strookvormige geleiders herbergt en die toch in alle drie de dimensies bijzonder compact kan 
5 zijn. De sttookvormi ge geleiders kunnen verder behalve zeer smal toch heel goed hechtend 
op het isolerend lichaam aangebracht 

In een voorkeursuitvoering wordt de draagplaat temninste eenmaal over een 
hoek yan ongeveer 90 graden gebogen. Door te buigen over een dergelijke hoek kan het 
maximale resultaat verkregen worden met een werkwijze volgens de uitvinding. 
10 In een bijzonder gunstige uitvoeringsvariant wordt de uitsparing gevormd door 

het plaatselijk en bij voorkeur selectief verwijderen van een deel van de tweede laag van de 
draagplaat waarna de vorming van de uitsparing voltooid wordt door middel van selectief 
etsen van een in de uitsparing liggend deel van de eerste laag waarbij onderetsing van de 
eerste laag ten opzichte van het resterende deel van de tweede laag plaats vindt. Hierdoor 
IS strekt zich het isolerende lichaam boven het geleiderpatroon voor een deel uit over het 
oppervlak daarvan. Hierdoor is de hechting van het geleiderpatroon aan isolerend lichaam 
bijzonder sterk hetgeen uiteraard een belangrijk voordeel is, in het blonder wanneer de 
breedte van een aantal van het geleiderpatroon deel uitmakende strookvormige geleiders 
bijzonder klein is, 

20 In een verdere gunstige variant wordt dan ook een uitsparing in de draagplaat 

gevorpid die een geleiderpatroon orasluit dat een aantal strookvormige geleiders omvat die 
voorzien zijn van tenminste een gebied met grotere afinetingen dan de breedte van de 
Strookvormige geleiders. 

Een gunstige variant daarvan wordt gekenmerkt doordat een van de uiteinden 

25 van de strookvormige geleiders van een als aansluitgebied fungerend groter gebied voorzien 
wordt en deze aansluitgebieden van de strookvormige geleiders in een, bij voorkeur 
rechthoekige, kring geplaatst worden op een eerste vlak oppervak van het isolerend lichaam 
waarin ook de andere uiteinden van de strookvormige geleiders geplaatst worden en eveneens 
de vanuit een eerste zijde van de kring lopende strookvormige geleiders self terwijl de 

30 overige strookvormige geleiders vanuit de drie overige zijden van de kring voor een deel 
vanuit drie onderling loodtechte richtingen in het eerste oppervlak geplaatst worden en voor 
een ander deel over twee verdere vlajdce oppervlakfcen van het isolerend lichaam geleid 
worden die zich aan ten opzichte van de eerste zijde aan weerszijde van de kring bevinden en 
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ongeveer Ioodiecht staan op het eerste oppervlak. Bij doze variant wordt bijzonder goed 
geproflteerd van de door de uitvinding geboden mogelijkheden. 

In een voordelige modificade op laatstgenoemde variant wordt het isolerende 
lichaam vooizien van een opening die in projectie gezien binnen de kring ligt, wordt een ; 
5 fotogevoelig half geleiderelement aan het isolerend lichaam bevestigd met zijn fotogevoelige 
zijde naar de opening gericht en daarbij elektrisch aangesloten op de aansluitgebieden, en 
wordt een optische lens aan het isolerende lichaam bevestigd in de opening aan een tegenover 
het halfgeleideielement liggende zijde daarvan. Aldus wordt een elelctronische inrichting 

ve rvfl ^ g ^ ^ ft hUzflndei flf»mpacte camera omvat welke met voordeel lean WQtden 

1 0 toe gepast in bij voorbee ld een mobiele telef oon, Voor laatstgenoemde combinatle van een 

mobiele telefoon met daarin gemtegreerd een camera wordt bijzonder veel belangstelling 
verwacht 

In een verdere uitvoeringsvorm van een werkwijze volgens de uitvinding 
wordt vodr het aanbrengen van het isolerende materiaal tegen de draagplaat op of boven de 

15 draagplaat een actief of passief elektronisch element zoals een halfgeleiderelement ^ 
aangebracht dat elelctrisch verbonden wordt met het geleiderpatroon en dat omgeven wordt 
door het isolerende materiaal dat voor het elektronisch element als passieverende omhulling 
fungeert. Aldus wordt op bijzonder eenvoudige wijze een zeer compaote elektronische 
inrichting verkregen met een isolerend Uchaam waaraan behalve aan de bnitenzijde een 

20 aantal elelctronische- en/of halfgeleiderelementen bevestigd kunnen worden maar waarvan 
het isolerend lichaam ook een aantal verdere elektronische- en/of halfgeleiderelementen kan 
bevatten. 

Deze uitvoerings Yorm heeft onder meer als voordeel, dat de resulterende 
inrichting, in het bijzonder een halfgeleiderinrichting met meer dan een zijde op een subswaat 

25 plaatsbaar is. In een bijzonder gunstige variant kan de inrichting voorzien worden van een " j 
compliant package". Dat is een omhulling, waarbij het geleiderpatroon zodanig is dat de | 
verbinding naar het substraat niet wordt vastgelegd door de locatie van het elektrisch 
element Voorts biedt dit de mogehjkbeid om modules te maken waarbij de onderdelen eerst 
in een vlak gemonteerd worden waama de omhulling tot een doosje gevouwen en afgevuld 

30 lean worden. 

In wear een verdere uitvoeringsvorm is de inrichting toepasbaar voor 
medische eystemen. In het bijzonder is de inrichting zeer geschikt voor toepassing in 
ultrasound-inrichtingen. Daarbij kan het driedimensionale geleiderpatroon zorgen voor een 
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eleklrische verbinding en eventueel gedeeltelijke omhulling van arrays van piezo-elektrische 
kf . elementen. 

In een verdere aantreklcelijke variant van een wericwijze volgens de wtvinding, 
waarbij de uitsparing gevormd door hetplaatselijk en bij voorkeur selectief verwijderen van 
een deel van de tweede laag van de draagplaat waarna de vorming van de uitsparing voltooid 
wordt door middel van selectief etsen van een in de uitsparing liggend deel van de eerste laag 
waarbij onderetsing van de eerste laag ten opzichte van het resterende deel van de tweede 
laag plaats vlndt, wordt de uitsparing in de draagplaat zodanig gevormd dat die een 
geleiderpatroon omsluit dat een aantal strookvormige geleiders omvat waarvan beide 
uiteinden voorzien zijn van een aansluitgebied met grotere afmetingen dan de breedte van de 
strookvormige geleiders en wordt de onderetsing van onderetsing van de eerste laag ten 
opzichte van het resterende deel van de tweede laag zo groot gemaakt dat ter plaatse van het 
strookvormige deel van de strookvormige geleiders de tweede laag vrij komt te Hggen van de 
eerste laag terwijl ter plaatse van de aansluitgebieden de tweede laag nog steeds verbonden is 
15 met de eerste laag. Hierdoor wordt het strookvormige deel van de strookvormige geleiders 
geheel omgeven door het isolerend lichaam. Deze deien zijn daardoor goed beschermd tegen r 
mechanische beschadiging of corrosieve aantasting. Bovendien biedt deze variant de 
mogelijkheid om over een dergelijke (nagenoeg geheel) door het isolerend lichaam omgeven* 
geleider een vender© geleider kruisend aan te brengen. Dit biedt bijzonder aantrelckelijke 
20 mogelijkhedea nagenoeg zonder afbreuk te hoeven doen aan de compactheid van een met de 
werkwijze verkregen inrichting. 

In een verdere gunstlge modiflcatie wordt de draagplaat over een aantal malen. 
bij voorkeur viermaal, gebogen over een hoek van bij voorkeur 90 graden. Hiennee kunnen 
uiterst compacte inrichdngen verkregen woiden met relatief veel componenten. Een 
25 voorbeeld daarvan is het buigen van de draagplaat tot een - in dwarsdoorsnede gezien - U- 
vormige koker waarbij het verbindingsstuk tussen de benen van de U - waarop zich 
componenten bevinden - relatief kort gekozen wordt en met voorzien wordt van een 
component Desgewenst kunnen de op de benen van de U-vonn aangebrachte componenten 
onderling elektrisoh met elkaar verbonden worden. Op deze wijze kunnen ook andere 
50 inrichtingen gevormd worden bijvoorbeeld een - in dwarsdoorsnede geziene - vorm van een 
- al dan niet platte - doos. 

Bij voorkeur wordt voor het materiaal van de eerste laag van de draagplaat 
aluminium gekozen wordt en voor het materiaal van de tweede laag van de draagplaat koper 
gekozen wordt. De beste resultaten worden verkregen wanneer voor de dikte van de eerste 
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laag van de draagplaat een dikte tussen 10 en 300 um gekozen wordt en by voorkeur een 
dikte van ongeveer 30 um en voor de dilcte van de tweede laag een dikte van 2 tot20um 
gekozen wordt en bij voorkeur een dikte van ongeveer 10 um. Het verdient aanbeveling - na 
net vonnen van het isolerend lichaam - de gehele eerste laag van de diaagplaat te 

5 verwijderen. Hieraan zljn verschillende vooidelen verbonden. Dit verwijderen kan gebeurcn 
door mlddel van CMP (= Chemisch Mechanisch Poiijsten) of door etsen of door een 
combinatie van beide technieken. Met name wanneer de eetste laag van de draagplaat relatief 
dun is, vomit het (natehemisch) etsen van de eerste laag een bijzonder aantrekkelijke 
mogelijkheid, mede omdat op deze wljze gemakkelijk tegelijkernjd de eerste laag van twee 

10 onfrr een, bij voyeur rechte, ho e k staandB vlaklcen van een gebogen cjraagphm ~ 
lean worden. 

M een gunstige uitvoeringsvorm wordt de draagplaat v66r het buigen ervan, 
bij voorkeur aan de achterzijde ervan, in een ongeveer loodrecht op de buigrichting staande 
richting langs een lijn bewerkt ombuiging langs die hjn te vergemakkeHjken. Een dergelijke 

15 bewerking kan bijvoorbeeld bestaan uithet aanbrengen van een- al dan niet lokaal 
onderbroken - bij voorkeur lijnvormige groef in de draagplaat 

De uitvinding omvat tenslotte een elektronisebe inrichting met een van een 
geleiderpatroon voorzien elektrisch isolerend Hchaam, verkregen met behulp van een 
werkwijze, volgens een der voorafgaande conciusies. Een gunstige variant van een dergelijke 

20 indenting is het isolerend lichaam dat voorsien is van een geleiderpatroon, voorzien van een 
opening aan weerszijde waarvan respectieveUjk een fotogevoelig halfgeleiderelement r- - 
optische lens aan het isolerend lichaam zijn bevestigd. 


: en een 


25 


30 


De uitvinding zal thans nader worden toegelicht aan de hand van een 
uitvoeringflvoorbeeld en de tekening, waarin 

flguur 1 schematise** en in perspectief en in twee onder een hoek van 90 
graden staande aanzichten een eerste eletaronische inrichting toont vervaardigd met behulp 
van een eerste uitvoeringsvorm van een werkwijze volgens de uitvinding, 
flguur 2 t/m 4 schematisch en in perspectief en met uitzondering van flguur 2 in twee onder 
een hoek van 90 graden staande aanzichten de inrichting van figuur 1 tonen in opeenvolgende 
stadia van de vervaardiging met behulp van de eerste uitvoeringsvorm van een werkwyze 
volgens de uitvinding, 
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figuur 5 schematisch en in een dwarsdoorsnede volgens de in figuur 1 met V- 

V aangegeven richting een variant op dc inrichting van figuur 1 toont, 

figuur 6 t/ra 1 1 schematisch en in een o vereenkomstige dwarsdoorsnede de 

inrichting van figuur 5 tonen in opeenvolgende stadia van de vervaardiging met behulp van 

een tweede uitvoeringsvonn van een werkwijze volgens de iritvinding, 

figuur 12 schematisch, in perspectief en in een uiteengetroMcen aanzicht een 

etekfrpnische inrichting toont die een compacfe camera pngaat en die vervaardigd is met 

behijfP van een verdere uitvoeringsvonn van een werkwftz&yolgens de uitvinding, en v , - 
figuur 13 schematisch, in perspectief en in een samengetroKken aanzicht onder 

een hoek van 180 graden ten opzichte van het aanzicht in figuur 12, de inrichting van figuur 

12 toont 


De figuren zijn niet op schaal getekend en sommige afmetingen zijn ter wille 
van de duidelijlcheid overdreven weergegeven. Overeenkomstige gebieden of onderdelen zijn 
zoveel mogelijlc van hetzelfde verwijzingscufer voorzien. 

Figuur 1 toont schematisch en in perspectief en in twee onder een hoek van 90 
graden staande aanzichten een eerste elektronische inrichting vervaaidigd met behulp van een 
eerste uitvoeringsvonn van een werkwijze volgens de uitvinding, Figuur 2 Xfm 4 tonen 
schematisch en in perspectief en met uitzondering van figuur 2 in twee onder een hoek van 
90 graden staande aanzichten de inrichting van figuur 1 in opeenvolgende stadia van de 
vervaardiging met behulp van de eerste uitvoeringsvonn van een werkwijze volgens de 
uitvinding, 

De inrichting 10 van dit voorbeeld omvat een eenvoudig kunststof blokje % 
hier van PPS (- PoIyPhenyleenSulfide) wat een thermoplastisoh materiaal, op twee onderling 
loodrecht op elkaar staande zijvlakken waarvan zich een haltervonnig geleiderpa&oon 1 
bevindt. Een dergelijk blokje kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een zogenaamde side- 
emitter diode laser op een elelctrische geleidende ondeiplaat te monteren waarbij dan de 
optische bundel van de laser loodrecht op de ondeiplaat staat De zich op een zijvlak 
bevindende helft van het haltervonnig geleiderpatmon is dan (elektrisch) verbonden met de 
ondeiplaat. Op de ander helft ervan die zich op een uaburig zijvlak bevindt dat een hoek van 
90 graden maakt met het eerstgenoemde zijvlalc is dan de laser (elektrisch) bevestigd. De 
afmetingen van een dergelijk blokje 10 bedragen bijvoorbeeld 1x1x2 ram 3 . 
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De vervaardiging van een dergelijke inrichting 10 gaat uit van (zie figuur 2) 
een draagplaat 3 die een eerste Iaag 4, bier een aluminium laag 4 met een dikte van 30 ym i 
bevat waarop zich een tweede, elektrisch geleidende en dunnere laag 5 bevindt, die hier van 
koper is en een dikte heeft van 10 \m, Daarop, d.w.z. op de tweede laag 5, wordt met behulp 
5 van fotolithografie een haltervonnig masker van siliciumdioxide gevormd waama daarbuiten 
door middel van etsen met behulp van een waterige oplossing van ferrichloride bet koper van 
de tweede. laag 5 verwijderd. wordt waatbij in de draagplaat 3 een uitsparing 6 gevormd wordt 
die bier afgemaakt wordt door met behulp van hetz^lfde^tsmiddel eenverder deel van de 
tweede laag 5 en teyens een deel van de eerste laag 4 van aluminium te verwijderen. Dan 

10 wordt (zie figuur 3) aan de achterzij de van de draagplaat 3 een lunvormige groef L 

aangebracht tea: vergemakkelijk van het buigen over een hoek van 90 graden van de 
draagplaat 3 zoals in figuur 3 is weergegeven. Dan wordt de indenting 10 (zie figuur 4) in 
een - niet in de tekening weergegeven - matrijs geplaatst waama door middel van spuitgieten 
bet elektrisch isolerend lichaam 2 gevormd wordt door het spuiten van bijvoorbeeld PPS 

15 materiaal tegen de draagplaat 3 aan. DaarbU wordt ook de uitsparing 6 opgevuld met een deel 
van het lichaam 2, Vervolgens wordt zoveel van de draagplaat 3 vanaf de zijde van de eerste 
laag 4 vexwijderd, hier door middel van etsen, dat de met een deel van het lichaam 2 gevulde 
uitsparing 6 bereikt is. hi dit voorbeeld wordt de gehele eerste laag 4 verwijderds. Aldus 
wordt de in figuur 1 weergegeven indenting 10 verkregen met een isolerend lichaam 2 met in 

20 het oppervlak daarvan verzonken het geleiderpatroon 1 dat zich uitstrekt over twee nahurige, 
loodrecht op elkaar staande, zijviakken uitstrekt 

Kguur 5 toont sohematisch en in een dwarsdoorsnede volgens de in figuur 1 
met V-V aangegeven richting een variant op de inrichting van figour 1. Figuur 6 t/m 1 1 tonen 
schematisch en in een overeenkomstige dwarsdoorsnede de inrichting van figuur 5 in 

25 opeenvolgende stadia van de vervaardiging met behulp van een tweede uitvoetingsvorm van 
een werkwijze volgens de uitvinding. De inrichting 10 van dit voorbeeld verscbilt hierin van 
die van figuur 1 dathethaltervormige geleiderpatroon 1 niet alleen in het oppervlak van het 
isolerend lichaam 2 verzonken is maar daarin - zoals in figuur 5 goed te zien is - zelfs voor 
een deel begraven Hgt. Het geleiderpatroon 1 is hierdoor stevig verankerd in het lichaam 2. 

30 De vervaardiging van de inrichting 10 van dit voorbeeld verloopt in grote 

lijnea hetzelfde als hiervoor aangegeven bij de bespreking van het eerste voorbeeld. Het 
belangrijkste verschil (zie figuren 7 en 8) wordt gevormd doordat de uitsparing 6 in twee 
afzonderlijke stappen gevormd wordt Allereerst wordt (zie figuur 7) een deel van de tweede 
laag 5 van koper bij voorkeur selectief verwijderd waarbij het eerste deel van de uitsparing 6 


I 
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gevormd wordt. Dit kan bijvoorbeeld met een waterige oplossing van fenichloride gebeureri, 
een etsmiddel met een betrelckelijk geringeselectiviteit ten opzichte van koper. Dan wordt 
met behulp van een ander, selectief etsmiddel een deel van de eerste Iaag van aluminium 
verwijderd, waarbij onderetsing van de eeme Iaag 4 optreedt ten opzichte van het resterende 
5 deel van de tweede. laag 5, Als seiectief etsmiddel voor aluminium kan bijvoorbeeld (een 
waterige oplossing) van natronloog gebruikt worden. Het aanbrengen van de lijnvonnige 
groef L en het buigen van de draagplaat (zie figuren' 9 etflO) gebeujt op dezelfde wijze als bij 
hetceerste'VoorbeelcL Dit geldt ook (zie flguur 11) voor heffvormen van het isolerend lichaam 
2 met behulp van spuitgieten en gebruik makend van een matrijs waarvan in flguur 11 een 
10 deel M is weergegeven. 

Figuur 12 toont soheraatisch, in perspectief en in een uiteengetrolcken aan2icht 
een elektronische inrichting die een compaete camera bevat en die vervaardigd is met behulp 
van een verderc uitvoeringsvorm van een werkwijze volgens de uitvinding. Figuur 13 toont 
deze inrichting schematised in perspectief en in een samengetrokken aanzicht onder een 
15 hock van 180 graden ten opzichte van het aan2icht in flguur 12. De inrichting 10 - zie 
bijvoorbeeld figuur 12 - omvat een kunststof lichaam 2, hier van PPS (=* 
PolyPhenyleenSulfide), waarin zich een opening 20 bevindt waarin een optische lens 40 die 
zich in een cilindrische houder 45 bevindt bevestigd is. Aan de ander zijde van de opening 20 
bevindt zich op een plat vlak 2A van het lichaam 2 een rechthoekige kring 8 van 
20 aansluitgebieden IB die zich bevinden aan een uiteinde 1A van strookvormige geleiders 1. 
Aan een zijde van de kring 8 gaan deze geleiders 1 rechtstreeks naar het uiteinde van het vlak 
2A waar zich dan ook de andere uiteinden 1C van de strookvormige geleiders 1 bevinden. De 
strookvormige geleiders 1 die zich bevinden aan de andere 3 zijden van de kring 8 lopen 
deela over bet vlak 2A maar verder voor een deel over twee zijvlakken 2B,2C van het 
25 lichaam 2 die loodrecht staan op het vlak 2A, De geleiders 1 die zich aan de achterzijde van 
de kring 8 bevinden verdelen zich hierbij over de beide zijvlakken 2B,2C. EBerdoor kan de 
inrichting 10 van dit voorbeeid bijzonder compact zijn. Bovendien is de vervaardiging 
eenvoudftg en goedkoop. 

Tegen het vlak 2A van het lichaam 2 is verder met behulp van een r aam 50 
30 een f otogevoelig halfgeleiderelement 30, hier een zogenaamde CCD (= Charge Coupled 
Device) of CMOS (te Complementary Metal Oxyde Semiconductor) sensor 1, bevestigd. 
Daarbij bevindt zich het fotogevoelige deel 31 A van de sensor 30 tegenover de opening 20 in 
het lichaam 2 en zijn de aansluitgebieden 32 van de sensor 30 elektrisch geleidend bevestigd 
aan de in de kring 8 Hggende aansluitgebieden IB van de strookvormige geleiders 1. Figuur 
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13 toont de inrichting 10 nog eens van een andere zijde en nu in samengetrokken zicht. Aan 
de uiteinden 1C van de geleiders 1 kunnen de signalen van de inrichting 10 afgenoroen en/of 
verder geleid worden, Wjvoorbeeld binnen een - niet in de tekening weergegeven - mobiele 
telefoon waarvoor de inrichting 10 bijzonder geschikt is vanwege zijn compactheid in drie 
5 richtingen. 

De inrichting 10 van dit voorbeeld lean met een variant van een van de 
Mervoor^esproken vervaardigmgswijzen yolgens de uitj/\nding gemaakt worden. Het , ., 
belangrijkste veischil betreft dan dat de draagplaat 3. in ditrVoorbeeld niet eenmaal over v 90 
graden maar aan twee zijden over 90 graden gebogen wordt ter vorming van het platte zijvlak 

10 2A van het lichaam 2 alsmede de twee platte zijvlakken 2B,2C die elk een hoek van 90 

graden maken met het zijvlak 2A. Verder zijn diverse Yerdere variaties mogelijk, 
bijvoorbeeld waarbij de draagplaat 3 op drie of vier plaatsen gedeeltelijk onder 90 graden 
gebogen wordt. 

De uitvinding is niet beperkt tot een werkwijze zoals beschreven in het 

15 uitvoeringsvoorbeeid daar voor de vakman binnen het kader van de uitvinding vele variaties 
en modificaties mogelijk zijn. Zb kunnen inrichtingen vervaardigd worden met een andere 
geometric en/of andere aftnetingen. Ook kunnen met name voor de draagplaat, d-w.z. voor de 
daarvan deel uitmakende lagen, andere materialen worden gebruikt, Verder kan ook het 
isolerend lichaam met behulp van verschillende materialen gevormd worden zoals van (een 

20 slurry van) een keramisch roateriaal of een epoxy kunststof materiaal. 

Verder wordt opgemerkc dat met behulp van de werkwijze volgens de 
uitvinding tegelijkertijdeen groot aantal inrichtingen vervaardigd kan worden waar in het 
voorbeeld slechts de vervaardigmg van een enkele inrichting is beschreven en weergegeven. 
Hierbij kan gedacht worden aan draagplaten die zich binnen een zogenaamd leadframe 

25 bevinden en daaraan op twee pttnten bevestigd zijn, bijvoorheeld de twee eindpunten van de 
buiglijn I* Ihdividuele half geleiderinrichtingen kunnen dan met behulp van een mechanische 
separatie techniek zoals zagen, knippen of breken verkregen worden. 

Nadrukkelijk wordt nogmaals opgemerkt dat zich verdere elektronische en/of 
halfgeleider componenten aan of binnen de inrichting kannen worden aangebracht. Deze 

30 componenten kunnen behalve discreet ook semi-discreet of geifntegreerd met elkaar zijn. 

Tot slot wordt opgemerkt dat voor het geheel omgeYen van stroolcvormige 
geleiders met de kunststof omhulling het nodig is dat de geleiders op gezette af stand van 
verbredingen voorzien zijn. Deze verbredingen behoeven zich niet perse aan de uiteinden te 
bevinden. De afstand tussen de verbredingen wordt zo gekozen dat enerzijds de 
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strookvorraige gekdder niet losraakt bij het onderetsen raaa* ook dat de sterkte van het tussen 
twee verbtfedingen liggende deel van de strookvormige geleiders voldoende groot is, zodat 
beschadiging ervan door bij voorbeeld bet mtetiaal van het isolcrend lichaam bij het votmen 
daarvan achteiwege blijfi 
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CONCLUSIES: 


1. 


Werkwijze voor het vervaardigen van een elektronische inrichting (10) met 


een van een geleiderpatroon (1) voor2ien elektrisch isolerend lichaam (2), waarbij in net 


— s — el elarisch g eleidende uualeriaal en met een geriug ete dikte d an de eexs ter laag (4) , een 

viitsparing-(6)-gevonnd-wo^^ 

tot aan de eerste Laag (4) uitetrekt waarna tegen de draagplaat (3) een elektrisch isolerend 
■materiaal (2) wordt aangebracht waardoor het elektrisch isolerend liohaam (2) gevormd 
wordt en de uitsparing (6) grotendeels opgevuld wordt en daarna Yanaf het oppervlak van de 

10 eerste laag (4) tenminste een zo groot deel van de draagplaat (3) venyijderd wordt dat de met 
een deel van het isolerende materiaal (2) gevulde ultsparing (6) berelkt wordt waarbij het 
geleiderpatroon (1) gevonnd wordt door een door de uitsparing (6) omgeven deel van de 
tweede laag (5), met het kenmerk, dat na het aanbrengen van de uitsparing (6) in de 
draagplaat (3) en voordat het elektrisch isolerende materiaal (2) tegen de draagplaat (3) wordt 

15 aangebracht de draagplaat (3) in tenminste een richting gebogen wordt tot een ingesloten 
hoek die substantial kleiner is dan 180 graden. 

2, Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de draagplaat (3) 
tenminste eenmaal over een hoek van ongeveer 90 graden gebogen wordt 

20 - 

3, Werkwijze volgens oonclusie 1 of 2, met het lcenmerk, dat de uiteparing (6) 
gevormd wordt door het plaatselijk en bij voorkeur selectief verwijderen van een deel van de 
tweede laag (5) van de draagplaat (3) waatna de vorming van de uitsparing (6) voltooid 
wordt door middel van selectief etsen van een in de uitsparing (6) liggend deel van de eerste 

25 laag (4) waarbij onderetsing van de eerste laag (4) ten opzichte van het resterende deel van de 
tweede laag (5) plaats vindt. 


oppervlak van een vlakke draagplaat (3) die^chtereenYqlgens omvat een eerste laag (4) van 
een eerste materiaal en een tweede laag (5) yan een tweede van het eerste verschillende en * 


4. Werkwijze volgens conclusie 1, 2 of 3, met het kenmerk, dat de uitsparing (6) 

in de draagplaat (3) zodanig gevormd wordt dat dia een geleiderpatroon (l) omsluit dat een 
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aantal sfcookvormige geleiders (l) omvat die voorzien zijn van tenminste een gebied (IB) 
met grotete afinetingen dan de breedte van de strookvonnige geleiders (1). 

5. Werkvrija© volgens concise 

geleiders (1) aan een uiteinde (1 A) van een gebied (IB) voorzien zijn dat als aansluitgebied 
(IB) fungeert en de aansluitgebieden (IB) in een, bij voorkeur iechthoekige, kring (8) 
geplaatst wcmien op een eerste vlak oppervafc.(2A) van het isolerend lichaam (2) waarin ook 
de adders uiteinden (IC) van de strookvonnige geleiders 0} geplaatst worden en eveneens de 
vanuit een eerste zijde van de kring lopende strookvonnige geleiders (1) zelf terwijl de 
overige strookvonnige geleiders (1) vanuit de drie overige zijden van de kring (8) voor een 
deel vanuit drie onderling loodrechte richtingen op het eerste oppervlak (2A) gepositioneerd 
worden en voor een ander deel in twee verdere vlakke oppervlakfcen (2B,2C) van het 
isolerend lichaam (2) geplaatst worden die sach gezien ten opzichte van de eerste zijde van de 
kring (8) aan weerszijde van de kring (8) bevinden en ongeveer loodrecht staan op het eerste 
oppervlak (2A). 

6- Werkwijze volgens conclusie 5, met het kenmer^ 

(2) voorzien wordt van een opening (20) die in projectie gezien tegenover de kring (8) Iigt* 
een fotogevoelig halfgeleideielement (30) aan het isolerend lichaam (2) bevestigd wordt met 
zijn fotogevoelige gebied (30A) naar de opening gericht (20) en daarbij elektrisch 
aangesloten wordt op de aansluitgebieden (IB), en een optische lens (40) aan het isolerende 
lichaam (2) bevestigd wordt in de opening (20) aan een tegenover het halfgeleideielement 
(30) liggende zijde daarvan. 

7. Werkwijze volgens concIu$ie 3, met het kenmerk, dat de uitsparing (6) in de 

draagplaat (3) zodanig gevormd wordt dat die een geieiderpatroon (1) omsiuit dat een aantal 
strookvonnige gelei4ers (1) omvat waarvan beide uiteinden voorzien zijn van een als 
aansluitgebied (IB) ftngerend gebied (IB) met grotere afinetingen dan de bnsedte van de 
strookvonnige geleiders (1) en de onderetsing van onderetsing van de eejste laag (4) ten 
opzichte van het resterende deel van de tweede laag (5) zo groot gemaakt wonit dat ter 
plaatse van het strookvonnige deel van de strookvonnige geleiders (1) de tweede laag (5) vrij 
komt te liggen van de eerste laag (4) terwijl ter plaatse van de aansluitgebieden (IB) de 
tweede laag (5) nog steeds verbonden is met de eerste laag (4). 
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g Werkwijze volgens een der voorafgaande conclusies, met het kenmerk, dat 

voor het aanbrengen van het isolerende materiaal (2) tegen de draagplaat (3) op of boven de 
draagplaat (3) een actief of passief elektronisch element zoals een half geleiderelement wordt 
aangebracht dat elektrisch verbonden wordt met het geleidarpatroon (1) en dat omgeven 
5 wordt door het isoleiende materiaal (2) dat voor het elektronisch element als passieverende 
omhttUing (2) fungeert. 

9.3 ait *; . Werkwijze volgens een der voorafgaande conclusies. met het kenmerkf tdat de 
draagplaat een groter aantal malen, bij voorkeur vier maal, gebogen wordt over een hoek van 
10 90 graden. 

10. Werkwijze volgens een der voorafgaande conclusies, met het kenmerk, dat 
voor het materiaal van de eerste laag (4) van de draagplaat (3) duminium gekozen wordt en 
voor het materiaal van de tweede laag (5) van de draagplaat (3) koper gekozen wordt. 

15 

1 1 . Werkwyze volgens een der voorafgaande conclusies, met net kenmerk, dat 
voor de dikte van de eerste laag (4) van de draagplaat (3) een dikte tussen 10 en 300 pm 
gekozen wordt en bij voorkeur een dikte van ongeveer 30 pin en voor de dikte van de tweede 
laag (5) een dikte van 2 tot 20 pm gekozen wordt en bij voorkeur een dikte van ongeveer 10 

20 um. 

12. Werkwijze volgens een der voorafgaande conclusies, met het kenmerk, dat de 
gehele eerste laag (4) van de draagplaat (3) verwijderd wordt. 

- . _ 4 tr- - -■' • - *? 

25 13. Werkwijze volgens een der voorafgaande conclusies, met het kenmerk, dat de 

draagplaat (3) v66r het buigen ervan, bij voorkeur aan de achterzijde ervan, in een ongeveer 
loodrecht op de buigrichting staande richting langs een lijn (L) bewerkt wordt om buiging 
langs die lijn (L) te vergemakkelijken. 

30 14. Werkwijze volgens conclusie 13, met het kenmerk, dat debewerking 

nitgevoerd wordt door in de draagplaat (3) een groef (L) aan te brengen. 


IS. Elektronische inrichting (10) omvattende een elektrisch element (30) en een 

van een geleiderpatroon (1) vooizien elektrisch isolerend lichaam (2), 


— • ' • IB* 
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met het kenmerk dat het isolerend Hchaam (2) een ingesloten hoek bezit die substantieel 
kleiner is dan 180 graden, daarmee deflnierend een eerste en een tweede vlak, waarbij het 
geleiderpatroon (1) zich uitstrelct over het eerste en het tweede vlak. 

5 16. Elektrroische indenting (10) volgens conciusie 15, waarbij het isolerend 

lichaam (2) dat voorzien is van een geleiderpatroon (1), voorstfen is van een opening (20) aan 
weerszijde waarvan respectievelijk een fotogavpelig halfgeleiderelement (30) en een optiscKei 
%s 4 <40)aan het isolerend , c fc , 5 

10 n - Elelctrisch isolerend lichaam (2) voorzien van een geleiderpatroon (1), met het 

kenmerk dat het isolerend lichaam (2) een ingesloten hoek bezit die substantieel kleiner is 
dan 180 graden, daannee deflnierend een eerste en een tweede vlak, waarbij het 
geleiderpatroon (1) zich uitstrekt over het eerste en het tweede vlak. 
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The invention relates to a method of manufacturing an electronic device (10) 
wim an insulating body (2) provided with a conductor pattern (1), whereby in the surface of a 
m carrier plate (3) which comprise* subsequently a first layer (4) of a first material and a 
icondiayer (5) of a secondinateriatwrnctefferl Wihe^t malmal and which^ 

^^y^^^^^ ^ a smalW thirds t h an the first layer (4), a cavity (6) is 

-fenned^ch-e^^ a*™* < 5 > tiU or *« ^ (4> 


and thereafter against the carrier plate (3) an insulating material (2) is deposited by which the 
insulating body (2> is formed en which largely fills the cavity (6) and then from the surface of 
m first layer (4) such a part of the carrier plate (3) is removed that the cavity (6) which is 
10 filled by a part of me insulating material (2) is reached, whereby the conductor pattern (1) is 
formed by a part of the second layer (5) which is surrounded by the cavity (6) 

According to the invention after forming the cavity (6) in the carrier plate (3) 
and before the insulating material (2) is deposited against me carrier plate (3), me carrier 
plate (3) is bend in at least one direction and over an enclosed angle which is substantially 
15 smaller than 180 degrees and which preferably is about 90 degrees, whereby after the 
removal of said part of the carrier plate (3) an electronic device (10) is formed wim an 
insulating body (2) which is provided with a conductor pattern (1) with an enclosed angle 
that is substantially smaller than 180 degrees and preferably about 90 degrees. In mis way in 
simple and cheap manner a very compact device (10) is obtained with favourable properties 
20 and offering attractive applications. 


Figure 4 
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